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Layout Entwicklung

Fur ihre Produktidee suchen einen fachkundigen Partner flr die technische Umsetzung ! Sie haben ein zeitkritisches Projekt, das Sie
erfolgreich Ihren Kunden vorstellen wollen !

Wir bieten Ihnen in beiden Fallen individuelle und fachgerechte Unterstiitzung an. Wir als Projektpartner oder verlangerte Werkbank
— ganz wie es lhre Situation erfordert — auf hochstem fachgerechtem Qualitatsniveau !

Know-how aus jahrelanger Projekterfahrung unterschiedlichster Komplexitatsgrade.

Layoutsysteme: Orcad — CadSoft Eagle und andere

e Langste Produktlebensdauer - durch langere Komponenten Verfligbarkeit.

e Hdchster Nutzen - heutige Komponenten-Techniken bieten die héchste Leistungs- / Kosten-Relation die jemals erreicht
wurde.

e Niedrigste Kosten - neu eingefiihrte Halbleiterbauteile sind besser und kostengtinstiger als vorherige Generationen.
e Hochste Zuverléssigkeit - durch Reduzierung der Anzahl der Bauteile, Arbeitsspannung und der Leistungsaufnahme
moderner Techniken.

e Kileinste Leistungsaufnahme - heutige Technologie bedeutet: hohere Integration und geringere Leistungsaufnahme.
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http://www.electronicprint.eu/�
http://www.cadence.com/products/orcad/pages/default.aspx
http://www.cadsoft.de/
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Was C A M bedeutet

CAM ist die Abkirzung von Computer Aided Manufacturing, was wortlich Ubersetzt ‘Herstellung mit Hilfe von Computern
bedeutet.

Auf die Leiterplatte bezogen bedeutet das
Elektrische Vorgaben im Schaltplan werden bereits die Voraussetzungen fur ein gutes Layout
geschaffen.

e Der Schaltplan sollte tbersichtlich sein und alle Elemente enhalten

e  Mit Hilfe eines abgestimmten Schaltplan Design zwischen Schaltungsentwickler und Layouter kdnnen schon die
Bauteileplazierungen festgelegt werden

e Platzierung der Bauteile geschieht nach FunktionsgruppenLeiterbahnen sollten sich nicht kreuzen

e  Zuordnung der Bauteile und Leitungen graphisch festhalten

e Informationen zu den Leitungen ist von grof3er Wichtigkeit bei der Platzierung.

e  Zuordnung der Anschliisse eines Bauteils zu einem anderen Bauteil schon im Stromlaufplan zuordnen
e Kkurze Leitungslangen anstreben usw

e Mitdem EDA1-Werkzeug Attribute vom Stromlaufplan in das Design ibergeben

e  Wichtige Bauteile und wichtige Maf3e im Stromlaufplan dokumentieren.

e 1) EDA = Electronic Design Automation. CAD-System, wie die Pulsonix Software fiir rechnergestiitztes Design von
integrierten Schaltkreisen und Leiterplatten.

2. Stuckliste

Mit Sachnummern in einer Stiickliste, sind alle verwendeten Bauteile der Schaltung aufgefthrt.
Es wird unter anderem angegeben:

Bezeichnung (Firmenintern / von Anbietern)
Bestellnummer

Preis

Gehauseform

Lagerort,

Verfligharkeit etc.



Ideal fur eine Bauteileliste (BOM = Bill of Material) ist eine durchgangigen Softwareverknipfung mit
Bibliotheken. Dann kénnen bereits aus dem Designertool mit der Entwicklung des Stromlaufplans:

e  Geometrien (Packages) und Materialnummern (Sachnummern) zugeordnet werden
e  Stilicklisten mit den hinzugefligten Bauteilen und Veranderungen erstellt werden
e  Baugruppenkosten und die Lebensdauer der einzelnen Bauelemente bestimmt werden

e die Produktionssteuerung mit Auffiillen der Lagerstdnde auf dem Laufenden gehalten werden

3. Leiterplattenkontur

Die genaue Angaben tiber MaRe und Fralkonturen der Leiterplatte sollten vor der Layoutentwicklung, in einer normgerechten
Zeichnung vorliegen.

In der Regel sind die Elektroniker den Mechanikern bei der Entwicklung meistens voraus. An dieser Stelle im PKP wird mit groben
Skizze gearbeitet, damit die Elektroniker auch mit ihrer Arbeit beginnen kénnen. Meistens &ndert sich wahrend der
Produktentwicklung noch einmal die Kontur. Das fiihrt hdufig zur Entwicklung eines génzlich neuen Designs.

4. Befestigungslocher,

sonstige mechanische VVorgaben Die beim Layouten im CAD-Programm festgelegten Bohrinformationen werden direkt in die
maschinelle Produktion tibernommen. Damit der Designer die Bohrinformationen richtig in die Software einfuigt muss er z.B.
Information uber die Verwendbarkeit der Bauteile erhalten:

Abschirmbleche missen mit Langldchern versehen werden.

Fur EMV- und Temperaturvertraglichkeit missen Abstéande eingehalten werden.

Fur den Baugruppentest sind z.B. spezielle Fangbohrungen fur die Adaptierung einzuplanen.

Durchkontaktierte (dk) Bohrungen missen im Stromlaufplan gekennzeichnet werden, damit der Designer z.B. den
Padstack ordnungsgemaR anlegen kann.

e Nicht durchkontaktierte (ndk) Bohrungen werden vorwiegend fiir Befestigungen der Bauteile sowie der Leiterplatte
vorgesehen. Es muss beim Design das entsprechende Befestigungsmaterial: ~ Schrauben, Scheiben, Muttern usw bedacht
werden. Inshesondere muss bei Befestigungen und Bauelementanschliissen darauf geachtet werden, dass die
Kriechstreckenvorgaben durch das Befestigungsmaterial nicht aufgehoben werden.

5. Koordinaten der Fixbauteile,

e Drehrichtung von Steckverbindungen Der Designer muss vor dem Beginn des Layoutens klaren, wo welche Bauteile
angeordnet werden missen. Dazu sind Vorgaben der Konstruktion unerlasslich und missen im Vorfeld bedacht und
berlicksichtigt werden:

e Schalter, die zur Bedienung fiir den Benutzer zuganglich sein massen.

e Herstellungstechnische Anordnungen von Steckverbindungen und/ oder

e  Drehrichtungen der Steckverbindung, Befestigung im/am Gehé&use, Bauteilhohen,usw.
e  Zugénglichkeiten zu Befestigungen oder zu Reparaturzwecken

e Lotrichtung beim Schwallléten beeinflusst die Ausrichtung der Bauteile. GréRere Bauelemente kénnen zu
Lotabschattungen fahren.



Bauteile so platzieren, dass

Vias oder Testflachen noch Platz haben.

die Messadapter die Testpunkte erreichen kénnen.

e die Netze fir die richtigen Signale gemessen werden kénnen.

o Bauteile auf der Unterseite so platzieren, dass

e inden vorgesehenen Bereichen noch die bendtigten Mess- und Testflachen untergebracht werden.

e  Fur Bauteile mit geringen Abstdnden der Anschlussflachen muss Platz fur die Aufsplittung der Leitungen zu Testpunkten
vorgesehen werden.

Einige Erklarungen fur die umfangreiche Problematik der Test- und Messstrategien fur Leiterplatten.

Im Produktionsprozess gibt es Messstrategien:

o fir die unbestlickte Leiterplatte.

o fiir die bestlickte Leiterplatte (Baugruppe)

Die Testbarkeit der Leiterplatte beeinflusst die Platzierung im besonderen, wenn:

e  jedes Netz getestet werden soll, das heil3t viele Messpunkte eingefiigt werden miissen.
° die Leiterplatte beidseitig bestuckt werden soll.

Anmerkung:

e Beim Platzieren der Bauteile muss um die Mess- und Testpunkte gentigend Freiraum vorgesehen werden, damit diese auf
der Leiterplatte erreichbar sind, weil Messadapter rdumliche Ausdehnungen haben.

e Meistens werden Messung einseitig von der Lotseite durchgefiihrt, auch wenn Leiterplatten beidseitig bestlickt sind.
Dafur missen z.B. bei Multilayern die Messpunkte mit Hilfe von Vias zur Lotseite herausgefihrt werden.
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